（B5ZQ）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	工程制作
	20201010
	130007陈玲2020-07-28

	共用部分：2，3
	工程制作
	20201128
	陈玲2020-11-19130007（B5ZQ)

	预审部分1.
	问客
	20210630
	刘欢20210618

	预审部分2.
	线路
	20220508
	谢寻

	预审部分3.
	客诉案例
	20220611
	谢寻

	预审部分4、CAM和MI部分
	预审：出货报告

CAM：外形文件及测试图形添加

MI：外形增加备注
	20220707
	客户要求陈玲2022-07-06130007（B5ZQ)军品顾客质量要求评审表

	取消预审部分4、CAM和MI部分
	取消20220707更改内容
	20220716
	陈玲 20220716（OA沟通）

	预审部分4、5 
	验收标准、报告
	20230217

（崔爱华）
	外协印制板加工协议书张继家2023-02-14130007军品顾客质量要求评审表

	MI部分1
	更改出货单元印阻阻焊，表面工艺为沉金/镍钯金前处理
	20230511

（崔爱华）
	彭少飞下发的《(QR)QMS-CP-09-01(B)PCN变更需求评审表-B5ZQ客户有阻焊设计的沉金板沉金前处理由喷砂改为化学清洗流程》PCN

	预审部分5
	外部ECN时销售模板的传递
	20240714
	技术状态自查表郝雪辉2024-06-26130007军品顾客质量要求评审表

	公共部分6
	出货要求的路径更改
	20240724
	方庆玲

	公共部分1
	周期标记
	20240331
	张继家

	共用部分第3点
	宇航级产品禁用化学镍金
	20240921
	关于宇航级印制板禁用化学沉镍金(ENIG)的通知邱鑫贺2024-09-20130007军品顾客质量要求评审表

	共用部分第4点；预审部分4.2）
	Wrap和Cap铜厚要求；验收等级
	20241105
	GJ001显微剖切（A1）邱鑫贺2024-10-29B5ZQ军品顾客质量要求评审表

	共用部分第4、5点；MI第2~4点
	出货报告、Wrap和Cap铜厚要求；预审部分报告要求移到共用部分第5点
	20241202
	GJ001显微剖切（A1）邱鑫贺2024-10-29B5ZQ军品顾客质量要求评审表

	共用部分第5、6点；MI第2、5点
	出货报告及QJ*产品的验收要求；
	20241211
	关于印制板《出货检验报告》的内容要求和关于印制板创优工作方案吴梦豪-JP2024-12-05130007军品顾客质量要求评审表

	共用部分第5
	取消顾客制板说明要求过孔塞孔时，勾选金相切片检测报告这要求

	20241216
	关于印制板《出货检验报告》的内容要求和关于印制板创优工作方案吴梦豪-JP2024-12-05130007军品顾客质量要求评审表

	预审部分6
	NOPE订单WRAP、CAP铜厚要求
	20241225
	GJ001显微剖切（A1）邱鑫贺2024-10-29B5ZQ军品顾客质量要求评审表

	MI部分第6点
	增加高频板对COC报告的要求
	20250215
	关于印制板《出货检验报告》的内容补充吴梦豪-JP2025-02-14B5ZQ军品顾客质量要求评审表

	预审部分4.3）、7点
	微波板的验收等级及孔铜要求
	20250816
	GJ0011显微剖切新规吴梦豪-JP2025-08-11B5ZQ军品顾客质量要求评审表

	共用部分第6
	工艺边
	20260311
	关于印制板预分邮票孔的相关要求赵健勇2026-02-10130007军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记:


顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，加周期。

2.线路:

如果客户没有在板边设计工艺线，要增加引线要求让客户设计师重新提供文件；如果客户在板边设计有工艺线，则直接在客户设计的工艺线上拉引线。但蚀刻后至少保留4mil我司设计的工艺镀金引线残桩，避免伤到客户设计的原始引线。

3.表面工艺

针对宇航级产品，客户要求禁用化学镍金（ENIG），当加工说明要求化学镍金（ENIG），EQ沟通更改表面工艺，优选有铅喷锡，其次根据产品建议电镀镍金（镍＞3um，金0.05~0.2um）、无镍厚金（键合金厚＞2um，锡焊要求金厚0.3~0.5um）、有铅喷锡+电镀镍金（点焊金带金厚＞1.3um）、电镀镍金+局部厚金（键合金厚＞2um，点焊金带金厚＞1.3um）
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4.Wrap和Cap铜厚要求

	验收等级
	产品类型
	孔类型
	压次合数
	包裹铜（Wrap）
	覆盖铜(Cap)

	宇航板（QJ）
线宽/间距≥8mil Wrap和Cap按表要求控制，不满足要求与客户沟通降低控制要求
	双面板
	通孔
	/
	≥25um
	≥12um

	
	多层板（油墨塞孔）
	通孔
	1
	≥25um
	/

	
	多层板（树脂塞孔）
	通孔
	1
	≥12um
	≥12um

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）图1
	通孔/盲孔
	1
	≥12um
	≥12um

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）+1种盲孔
图2

微波板和/或FR4板
	盲孔内层
	1
	≥12um
	/

	
	
	盲孔外层
	1
	≥12um
	≥12um

	
	
	通孔
	1
	≥12um
	≥12um

	国军标板（GJB）
线宽/间距≥6mil Wrap和Cap按表要求控制，不满足要求与客户沟通降低控制要求
	双面板
	通孔
	/
	≥12um
	≥12um

	
	多层板（油墨塞孔）
	通孔
	1
	≥12um
	/

	
	多层板（树脂塞孔）
	通孔
	1
	≥12um
	≥12um

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）
图1
	通孔/盲孔
	1
	≥12um
	≥12um

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）+1种盲孔
图2

针对微波版和FR4板
	盲孔内层
	1
	≥12um
	/

	
	
	盲孔外层
	1
	≥5um
	≥12um

	
	
	通孔
	1
	≥12um
	≥12um

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）+1种盲孔
图3
	通孔
	2
	≥12um
	≥12um

	
	
	盲孔内层
	
	≥5um
	/

	
	
	盲孔外层
	
	≥5um
	/

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）+2种盲孔
图4
	通孔
	2
	≥12um
	≥12um

	
	
	盲孔内层
	
	≥5um
	/

	
	
	盲孔外层
	
	≥1um
	≥5um

	
	多层板通孔+盲孔（背钻加工）+2种以上盲孔
图5
	通孔
	2
	≥12um
	≥12um

	
	
	盲孔内层
	
	≥5um
	/

	
	
	盲孔外层
	
	≥1um
	≥5um
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5.报告

顾客制板说明要求提供原材料证明时，勾选COC报告；
勾选金相切片检测报告、金相切片图、金相切片(按每批抽测）
阻焊硬度测试报告
可焊性测试报告
镀层厚度测试报告
互连电阻测试报告
孔电阻测试报告
6.针对QJ*验收等级的产品

a)凹蚀： 5-40um。

b)测试参数：电测开路电阻3Ω，绝缘电阻100MΩ。
c）NPTH外层环宽和导线连接处≥0.38mm；
d）内层不重合度≤0.36mm；
e）孔铜最薄处≥25um。
f）外层间距≥0.13mm、内层间距≥0.1mm、内外层线宽≥0.1mm。
g）2层埋孔孔铜最薄18um，平均20um。微盲孔最小18um、平均20um。
工艺边

1）PCB四面有工艺边时，邮票孔位置削薄至0.5mm；
2）PCB两面有工艺边时，邮票孔位置削薄至0.8mm；
[image: image7.png]



预审部分： 

1.问客:

如下问客共性问题,由预审依据附件传递给CAM。

[image: image8.emf]B5ZQ-工程设计共性 问题汇总


2.线路:

当板边设计露铜，且外形采用机械铣时,同时客户不允许削铜，不需要与客户确认接受卷铜问题。
客诉案例:

收到客户反馈3B5ZQ011设计要求顶面阻焊，设计文件是双面，未按说明制作导致退板。
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4.验收标准

1）顾客制板说明为宇级级产品时，验收标准为QJ+宇航级；

2）《印制电路板加工信息表》“质量控制”或“备注”栏写着"常规控制"时, 验收等级为非宇航级按GJB，刚性板没具体注明验收标准的直接按GJB362C-2021。

3）单双面、多层微波板按GJB9491-2018验收标准；
5.销售模版

外部ECN时，将“销售模板”存在：\\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\工程EQ\路径下，便于终检查看更改内容，命名为：生产型号.销售模板。

6.NOPE订单

包覆铜、盖覆铜按客规变更需EQ设计师确认。

7.微波板孔铜
＞2层埋孔、通孔孔壁铜最小厚度22.5μm，平均25μm；2层埋孔孔壁铜平均厚度15μm，最小厚度13.5μm；微盲孔、微埋孔孔壁铜平均厚度12μm，最小厚度10.8μm
CAM部分： 

MI部分：
出货单元印阻焊且表面工艺为沉金或镍钯金时，流程改为：

……阻焊-字符-终固化-棕化（化学清洗）-沉金/镍钯金（板边包胶-沉金/镍钯金-水洗烘干）-……
化学清洗一栏备注：在P2一楼化学清洗线生产，线速2m/min。 
沉金一栏备注：客户不接受卡金刚砂缺陷，严禁过喷砂前处理。 

2、功能检查备注：金相切片检测报告、金相切片图、金相切片(按每批抽测）；提供铜厚及介质层厚度测量附表；提库板提供同批次证明；金相切片（金相coupon需包含各类型最小孔（含埋孔、盲孔），必要时可分两个提供）；阻焊硬度测试报告；
3、产品为盲槽板时，功能检查工步增加备注：测试盲槽外露铜厚，出具《印制板检验报告（补充）》

4、内包装工步备注：提库板不用提供切片、切片报告、切片图、铜厚及介质层厚度测量附表、印制板检验报告（补充），只需要提供《同批次证明》。

5、针对QJ*的产品：凹蚀： 5-40um；测试参数：电测开路电阻3Ω，绝缘电阻100MΩ。

6、当产品类型为高频或高频混压板时，功能检查备注：微波板材仅提供原厂COC报告
常见项目汇总

		问题类型		列举的产品零件号		问题描述		客户答复结果		解决方案		附图链接		顾客回复意见

		字符		D4_HJZ1051_RRF_V1_YZ（8B5ZQ01KA0）D4_HJZ983_CTRL_V5_YZ（6B5ZQ039A0）
D8_DDS902／132_SYN_V1_YZ（6B5ZQ00BA0）
D7_PDRO_1721_V01_YZ（2B5ZQ06XA0）
D7_PCBXP_SYN_V1_YZ（2B5ZQ07NA0）		加工说明不印字符，实际文件中设计有字符层，说明与文件矛盾，请确认如何处理？		删掉字符层，不印字符		形成协议，若加工说明要求不印字符的，则删掉文件中字符层，以说明为准制作		图1		同意



		阻焊		D8_TMI-10-H18_CTR_V1_YZ（2B5ZQ05NA0）
D8_TMI-10-L15_CTR_V1_YZ（2B5ZQ05PA0）
D8_TMI-10-N6A_CTR_V1_YZ(2B5ZQ05VA0)
D7_PCBXP_SYN_V1_YZ（2B5ZQ07NA0）
340T4E-G（2B5ZQ07QA0）		加工说明中要求只印顶面阻焊，提供的实际文件中底面有阻焊层图形，是否代表底面不印阻焊，请确认？		按加工说明只印顶面阻焊（或只印底面阻焊），忽略另一面阻焊层图形，另一面按不印阻焊制作		形成协议，若加工说明要求顶层阻焊，则代表只印顶层阻焊，底层阻焊设计文件忽略；
若加工说明要求底层阻焊，则代表只印底层阻焊，顶层阻焊设计文件忽略。		图2		同意

				D8_TMI-10-H18_CTR_V1_YZ（2B5ZQ05NA0）
D8_TMI-10-L15_CTR_V1_YZ（2B5ZQ05PA0）
D4_ZDQ560_MIX2_V1_YZ（2B5ZQ07WA0）
5D60U20-S3（2B5ZQ08CA0）
6D3E960U150S5（2B5ZQ08PA0）
7D3E1307U193-S5L（2B5ZQ08VA0）
D4_HJZ237-3_IF1_V1（2B5ZQ091A0）		底层要求不印阻焊油墨，但单面阻焊在生产的过程中，阻焊油墨固化时受力不均容易产生翘曲，当总板厚≤1mm时，常规翘曲0.75%难以控制，请确认是否允许放宽？		翘曲度允许放宽到我司对应标准,我司规范单面阻焊翘曲度要求见右图		形成协议，若出现单面印阻焊且板厚≤1mm的情况，允许按右图快捷生产控制标准放宽翘曲度		图3		同意

				D5_HXQCS11-15_RF_V1_YZ（2B5ZQ08BA0）
5D60U20-S3（2B5ZQ08CA0）
5D2T0-S5-DH（2B5ZQ08KA0）
7D3E1307U193-S5L（2B5ZQ08VA0）		板材采用PTFE材料，对阻焊油墨附着力比较差，阻焊落在基材处会存在掉油的情况，请确认？		阻焊可以按丝印方式生产，接受阻焊存在掉油脱落的情况		形成协议，PTFE板材印阻焊，接受阻焊存在掉油脱落的情况				同意

				D7_TX012D_JZI4_V2_YZ（4B5ZQ09WA0）
D3_ZWTR04_ZWTR_V2_YZ（8B5ZQ01IA0）
D4_HJZ1051_RRF_V1_YZ（8B5ZQ01KA0）		如图4，高亮的焊盘边缘间距只有7mil，依据我司能力，此板需要8mil间距才能保证SMT间存在阻焊桥		允许我司削盘1mil，保证阻焊桥.		形成协议，原始设计宽度≥10mil的SMT焊盘允许削盘1mil，原始设计宽度＜10mil的SMT焊盘削盘需确认。		图4		同意

		线路		D4_HJZ1051_RRF_V1_YZ（8B5ZQ01KA0）
TMI-K-BLF射频板2019.12.28（4B5ZQ02IA0）
D6_BWM434PD10_RF_V1_YZ（4B5ZQ04DA0）
D4_ZUJ4690_MIX_V1_YZ（6B5ZQ00YA0）		要求提高精度线层≤±25um，当线宽≥10mil时超能力，建议放宽控制要求		放宽要求，10mil及以下的线宽公差按±1mil制作，10mil以上的线宽公差按±10%管控		形成协议，若出现线路蚀刻精度±25um的，10mil及以下的线宽公差按±1mil制作，10mil以上的线宽公差按±10%管控		图5		同意

				D8_DDS902／132_SYN_V2_YZ(6B5ZQ00SA0)
D1_TXM23M_JZS_V2_YZ（4B5ZQ02JA0）
D4_HJZ936_CTRL_V2_YZ（4B5ZQ030A0）
D7_CPLS-D3-2100-3_SPSX_V1_YZ（4B5ZQ035A0）
D3_BWFTR2735_AMP_V2_YZ（4B5ZQ03CA0）
D6_BWM434PD10_RF_V1_YZ（4B5ZQ04DA0）		要求盲孔按通孔定深背钻方式制作，且塞树脂镀铜		按要求对应盲孔改背钻方式制作，背钻那面铜皮不允许掏开，树脂塞孔镀铜填平		形成协议，针对背钻工艺的订单，且背钻孔采用树脂塞孔工艺的，若背钻经过内层，则经过的层正常掏铜，背钻孔那一面外层线路层按不掏铜制作；
若目标层为次外层，则背钻层介质厚度必须≥0.2mm		图6		同意

				D9_HJZ835_CTRL_V4_YZ（CB5ZQ006A0）
D4_QZJ661_CLK_V1_YZ（4B5ZQ040A0）		如右图所示，文件中有一些无电性能连接的铜块及铜线，在文件中设置锁定，我司采用AD正版软件正常会将图形转出，是否需要做在顶层线路层，人为删除图形存在遗漏风险？		点亮的铜块删掉不做		建议1：取消此类设计，以免做出多余图形
建议2：优先人为删除，接受遗漏部分板风险，允许做出此类无效图形		图7		快捷自行删除处理

		外形		TMI-K-BLF射频板2019.12.28（4B5ZQ02IA0）
340T4E-G（2B5ZQ07QA0）
5D60U20-S3（2B5ZQ08CA0）
D4_ZDQ560_MIX2_V1_YZ（2B5ZQ07WA0）
D4_QZJ657_CLK_V1_YZ（2B5ZQ08DA0）		交货方式为单拼，实际文件也是单拼，说明中关于拼板的信息，非硬性要求我司不加工艺边，是否必须执行工艺边要求？		忽略拼版信息，按文件单板方式生产		形成协议，无需拼板，按文件单板交货		图8		同意

				D3_CETCZGF40_V1_YZ（2B5ZQ06GA0）
D7_PCBXP_SYN_V1_YZ（2B5ZQ07NA0）
D5_HXQCS11-15_RF_V1_YZ（2B5ZQ08BA0）
D7_TXM14M_JZS_V3_YZ（4B5ZQ050A0）		拼板数量有数量，但外形只给了大外框和内部单元板外形，未要求我司做分板，加工说明勾选二次分板，外形应该如何加工？		只做点亮的外形大框，单元板外形无需我司铣开，按拼版数不铣开交货（贴装完再铣开单元板）		形成协议，当加工说明勾选二次分板，且单元板未做桥连（邮票孔）或V-CUT效果，内部有单元板外形的，按大外形框切大外形，忽略单元板外形。		图9		同意

				PXM14H-5W2SL-AM-N-1010(1)（2B5ZQ05XA0）
D8-4350SIPZ-SIP-V1-YZ（2B5ZQ065A0）
D3_CETCZGF40_V1_YZ（2B5ZQ06GA0）
D7_PDRO_1721_V01_YZ（2B5ZQ06XA0）
D5_HXQCS11-15_RF_V1_YZ(2B5ZQ08BA0)
D4_HJZ237-3_IF1_V1（2B5ZQ091A0）		加工说明的尺寸与实际测量的尺寸有差异，请确认？		忽略加工说明的尺寸，以实际文件尺寸为准		形成协议，加工说明若是拼版尺寸与实际文件总尺寸不一致的，按实际文件总尺寸做即可；
若为单板交货，单板尺寸不一致的，提出确认		图10		同意

		镀软金		D3_CETCZGF40_V1_YZ（2B5ZQ06GA0）		无镍软金金厚0.3-0.5um，金层太薄抗蚀能力差，可能会金面发红，建议无镍打底金厚按最小0.7um控制；		按要求做，板子拿回去会再次加厚镀金		形成协议，焊盘表面镀覆要求为无镍厚金0.3～0.5um，且加工说明有二次镀金要求的，则按要求制作，板子拿回去会再次加厚镀金		图11		同意



		钻孔		D7_PDRO_1721_V01_YZ（2B5ZQ06XA0）
D1_OXE12M_JZH1_V1_YZ（4B5ZQ048A0）
D9_PDCP001_DIG_V4_YZ（4B5ZQ04RA0）
D8-TMPMR-POW-V1-YZ（6B5ZQ00WA0）		孔盘等大的孔是否可以按非金属化孔加工？		孔盘等大的孔按非金属化孔加工		形成协议，孔盘等大且无电器性能连接的孔按非金属化制作；
邮票孔孔盘等大的则按非金属化孔正常避铜处理，避免产生毛刺		图12		同意

				D4_HJZ858_WTZ2_YZ_V1_YZ（2B5ZQ09PA0）
D1_TXK14H6_JZS_V1_YZ（4B5ZQ02QA0）
D8-TMPR2-POW-V1-YZ（4B5ZQ02WA0）
D1_OLM158_JZS1_V1_YZ（4B5ZQ037A0）
D1_OL017M_JZS_V5_YZ（4B5ZQ039A0）		邮票孔是孔盘等大的，是否按非金属化孔加工？		邮票孔孔盘等大可以按非非金属化孔加工

		翘曲度		D7_PDRO_1721_V01_YZ（2B5ZQ06XA0）
D6_ka16ch_TX1_V1_YZ（2B5ZQ08UA0）
D7_TXM14M_JZS_V3_YZ（4B5ZQ050A0）		此板顶底层的残铜率相差超过20%，外层蚀刻受热膨胀系数不一致，在干湿流程交替过程中易产生机理性板翘，正常0.75%控制翘曲度会有困难，此板翘曲度能否放宽控制？		翘曲度放宽按1.5%控制		形成协议，双面板顶底层残铜率相差超过20%的，可放宽翘曲度按1.5%控制		图13		同意
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